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Breve descripción del trabajo a desarrollar por el estudiante: 
 
Desde hace décadas, el uso de las cámaras térmicas es un elemento imprescindible en los procesos de 

mantenimiento y reparación de instalaciones y equipos electrónicos. En la figura 1, se muestran ejemplos del uso 

de esta tecnología en la detección de puntos calientes. 

 

 

   

 
Fig 1. Funcionamiento de una cámara térmica sobre instalaciones eléctricas. 

 

En las placas de circuitos impresos se producen problemas debidos a la alta densidad de energía acumulada en 

algunas de las zonas calientes de éstas. Y en los productos aeroespaciales hay que asegurarse la correcta 

refrigeración del circuito electrónica hacia el frame del producto, ver figura 2. 

 



 
Fig 2. Simulación térmica de un producto electrónico aeroespacial. 

 

Para modelar correctamente las resistencias de contacto de la Placa de Circuito Impreso (PCB) al frame de 

aluminio se utilizan tornillos con par de apriete normalizado y se estudia dentro de una cámara térmica y de vacío 

la distribución del calor, ver figura 3. 

 

 
Fig 3. Simulación térmica de una resistencia y sus tornillos de anclaje. 

 

 

         
Fig 4. Vista de la cámara térmica existente en el laboratorio. 

 

Se plantea este trabajo de uso de una cámara portátil de infrarrojos para el modelado de la resistencia de 

contacto de unos modelos de resistencias conectadas a unos frame de aluminio. Se realizará un proceso de 

calibración de la información obtenida en la imagen con la real en la superficie de los elementos proyectados. Se 

calibrará la emisividad usada por el sensor de modo que se establezca un protocolo de calibración, medida y post-

procesado para mejorar la calidad de las temperaturas obtenidas. 

 

Se propone un trabajo de procesado de la imagen térmica obtenida de la cámara usando Python [1] y el interfaz 

gráfico QT como se muestra en la siguiente captura. 

 



 
 

 

Metodología: 

Se analizará la bibliografía para recopilar los métodos de procesado de la imagen obtenida con la cámara. 

Se diseñará un soporte para la cámara y su anclaje a trípode con Solidworks. 

Los tests se realizarán en el laboratorio usando el material disponible. 

Se realizará una formación previa en Python para el análisis matemático de las imágenes. 

Se realizará una formación previa en el diseño de interfaces gráficos con Python y QT. 
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